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Relatério Descritivo da Patente de Invengéo para "LIGAS
DE ALUMINIO PARA A FABRICAGAO DE UMA TIRA DE ALUMINIO
PARA PORTADORES DE PLACAS DE IMPRESSAO LITOGRAFICA,
PROCESSO PARA A FABRICAGAO DE UMA TIRA DE ALUMINIO,
TIRA DE ALUMINIO E USO DA TIRA DE ALUMINIO".
[001] A presente invengao refere-se a uma liga de aluminio para
a fabricagdo de uma tira de aluminio para portadores de placas de im-
pressdo litograficas, um processo para a fabricagdo de uma liga de
aluminio para portadores de placas de impresséao litograficas, no qual
0 aluminio liquido € conduzido a um grande numero de estagios de
purificagdo na fabricagédo da liga de aluminio apés a eletrélise do éxido
de aluminio, bem como uma tira de aluminio para portadores de pla-
cas de impresséo litograficas e um uso correspondente da tira de alu-
minio para portadores de placas de impressao litograficas.
[002] Portadores de placas de impressdo para a impressao lito-
grafica a partir de uma liga de aluminio, precisam satisfazer exigéncias
muito elevadas em relagéo a sua aptidao para a técnica de impressao
atual. Por um lado, o portador de placas de impressao fabricado a par-
tir de uma tira de aluminio deve poder ser tornado homogeneamente
aspero, sendo aplicados processos de aspereza mecanicos, quimicos
e eletroquimicos bem como sua combinagao. Por outro lado, as placas
de impressao, apds a exposi¢do a luz e revelagao, sdo frequentemen-
te submetidas a um processo de secagem em estufa entre 220 a
300°C com um tempo de calcinagéo de 3 a 10 minutos, para endurecer
a fotocamada aplicada. Por outro lado, diversas ligas de aluminio fo-
ram desenvolvidas para satisfazer o perfil de exigéncias. Por outro la-
do, foram realizados aperfeigoamentos na area dos revestimentos dos
portadores de placas de impresséo, os quais devem aperfeigoar ulteri-
ormente a estabilidade dos portadores de placas de impressao e, com

isso, sua duragio. Revestimentos modernos, que s&o quase imperme-
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aveis aos gases obtiveram bons resultados. Todavia, os portadores de
placas de impresséo, fabricados a partir das ligas de aluminio que es-
tdo até agora a disposigao, tendem a formagéo de bolhas entre o por-
tador de placas de impressao e o revestimento. Essa formagao de bo-
Ihas leva, entdo, finalmente, a ruptura do revestimento e, com isso, ao
defeito da placa de impressao.

[003] Partindo disto, 0 objetivo da presente invengao baseia-se
em pér uma liga de aluminio a disposi¢gdo para a fabricagido de uma
tira de aluminio para portadores de placas de impresséo litograficas e
uma tira de aluminio correspondente para portadores de placas de im-
presséo litogréaficas, a partir da qual ou com a qual podem ser fabrica-
dos portadores de placas de impresséo litograficas, que possibilitam a
utilizagdo de revestimentos quase impermeaveis ao gas. Além disso, o
objetivo da invengéo baseia-se em propor um processo para a fabrica-
¢ao de uma liga de aluminio correspondente, bem como uma utiliza-
¢ao vantajosa da tira de aluminio para portadores de placas de im-
pressao litograficas.

[004] De acordo com um primeiro estudo da presente invengao, o
objetivo mostrado acima é resolvido pelo fato, de que a liga de alumi-
nio apresenta um teor de carbeto de aluminio inferior a 10 ppm, prefe-
rivelmente inferior a 1 ppm. Verificou-se surpreendentemente, que por-
tadores de placas de impressdo, que foram fabricados a partir de uma
liga de aluminio com teores correspondentemente baixos de carbeto
de aluminio, permitem a utilizagdo de revestimentos impermeaveis ao
gas, pois a formagéo de bolhas é extremamente baixa. Presume-se,
que os menores vestigios de carbeto de aluminio (Al,C3) e sua reagao
com umidade formando gas metano, leve a formagao de bolhas sob os
revestimentos impermeaveis ao gas. Surpreendentemente, foi verifica-
do, que especialmente a composigdo da liga de aluminio do portador

de placas de impressdo tem um papel importante na formagao de bo-
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Ihas, embora até agora se havia partido do fato, de que se trata es-
sencialmente de um fendmeno provocado pela superficie do portador
de placas de impressao. Ligas de aluminio atuais, por conseguinte,
nao foram otimizadas para o menor teor de carbeto de aluminio possi-
vel. Contudo, demonstra-se, que ja com um teor de carbeto de alumi-
nio de menos do que 10 ppm a formacgéo de bolhas recua nitidamente
e ligas de aluminio correspondentes sao utilizaveis para a fabricagéao
de portadores de placas de impressdo mais adequados. Preferivel-
mente, o teor de carbeto de aluminio da liga de aluminio de acordo
com a invengao, € ajustado para menos do que 1 ppm, de maneira
que seja impedida uma formagao de bolhas com revestimento do por-
tador de placas de impressao impermeavel ao gas.

[005] Para assegurar as outras exigéncias mecanicas, quimicas
ou eletroquimicas a um portador de placas de impresséao litograficas, a
outra composigédo da liga de aluminio corresponde preferivelmente a
uma liga de aluminio do tipo AA1xxx, AA3xxx, AA8xxx, preferivelmente
AA1050 ou AA3103. Sabe-se das ligas de aluminio mencionadas, que
elas preenchem pelo menos, parcialmente, as exigéncias para porta-
dores de placas de impressao litograficas e até agora, foram utilizadas
para sua fabricagdo. Através da redugio do teor de carbeto de alumi-
nio para menos de 10 ppm ou 1 ppm de acordo com a invengao, as
boas propriedades mecéanicas, quimicas e eletroquimicas das ligas de
aluminio mencionadas também podem ser utilizadas nos portadores
de placas de impressao com um revestimento impermeavel ao gas.
[006] Alternativamente as ligas de aluminio mencionadas acima,
a liga de aluminio de acordo com a invengao, pode apresentar os se-
guintes componentes de liga em % em peso:

0,05 % <Mg < 0,3 %,

Mn < 0,3 %,

0,4%< Fe<1%,
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0,05 % < Si<0,5 %,

Cu<0,04 %,

Ti <0,04 %,

[007] impurezas inevitaveis individualmente no maximo de 0,01
%, na soma, no maximo, 0,05 % e resto Al.

[008] Essa liga de aluminio protegida com um pedido de patente
europeu com o numero de pedido 05 022 772 que retorna para a re-
querente, combina boas propriedades quimicas e eletroquimicas de
aspereza com propriedades mecéanicas aperfeigoadas, especialmente
apos a execugao de um processo de secagem em estufa.

[009] A liga de aluminio alternativa, a qual apresenta os seguin-
tes componentes de liga em % em peso:

01%< Mg<0,3%,

Mn < 0,05 %,

0,3% < Fe<0,4 %,

0,05 % < Si < 0,25 %,

Cu<0,04 %,

Ti <0,04 %,

[0010] impurezas inevitaveis individualmente de no maximo 0,01
%, na soma, no maximo 0,05 % e resto Al,

[0011] com base em suas propriedades equilibradas com respeito
a estabilidade mecéanica, capacidade de aspereza quimica e eletro-
guimica, presta-se de modo particularmente bom para a fabricagdo de
portadores de placas de impressao litograficas. Novamente, essa liga
de aluminio é decisivamente aperfeigoada com respeito a fabricagdo
de portadores de placas de impressao providas com revestimento
quase impermeavel ao gas, através da redugao do teor de carbeto de
aluminio de acordo com a invengao.

[0012] De acordo com um segundo estudo da presente invengao,

o objetivo mostrado acima é resolvido conforme o processo, pelo fato,
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de que através de um ou varios estagio(s) de purificagdo a parcela dos
carbetos de aluminio na liga de aluminio € reduzida para menos do
que 10 ppm, preferivelmente para menos do que 1 ppm. Os estagios
de purificagdo de ligas de aluminio apontaram até agora para a redu-
¢ao de outras impurezas, tais como, por exemplo, metais alcalino-
terrosos ou alcalinos, sendo que, naturalmente, os carbetos de alumi-
nio também foram removidos da massa em fusdo de aluminio. Por es-
se motivo, os teores de carbeto de aluminio das ligas de aluminio fa-
bricadas convencionalmente encontravam-se nitidamente acima dos
valores de acordo com a invengéo. Mas foi demonstrado, que através
da coordenagao visada de estagios de purificagdo individuais conheci-
dos sobre a remogao de carbetos de aluminio, mas também através
de sua combinagdo com estagios de purificagdo convencionais forma-
dos, € possivel obter teores muito baixos de carbeto de aluminio na
fabricagdo das ligas de aluminio imediatamente antes da fundigéo da
liga de aluminio. Os estagios de purificagdo e processamento da liga
de aluminio descritos abaixo, podem ser aplicados, portanto, de acor-
do com a invengao tanto individualmente, quanto também combinados.
[0013] De acordo com uma primeira concretizagao do processo de
acordo com a invengao, preferivelmente apds a eletrélise do 6xido de
aluminio, o aluminio liquido é aduzido a uma estagao de agitagao, na
qual gases inertes sao introduzidos no aluminio liquido sob agitagao,
sendo que o periodo de agitagéo e insuflagdo do gas inerte na massa
de fusdo de aluminio na estagédo de agitagdo importa em pelo menos
10 minutos, preferivelmente 15 minutos. Até agora, sabia-se, que es-
sencialmente os metais alcalinos e alcalino-terrosos sao removidos da
massa em fusédo de aluminio na estagdo de agitagédo sob insuflagdo de
gases inertes e agitagdo. Para isso, os periodos de agitagédo e gaseifi-
cagao suficientes eram de tipicamente 6 a 8 minutos. Contudo, verifi-

cou-se surpreendentemente, que especialmente na eletrélise do éxido
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de aluminio, o carbono que chega a massa em fusdo de aluminio, o
qual leve essencialmente a formagdo de compostos de carbeto de a-
luminio na massa em fusdo de aluminio, pode ser nitidamente reduzi-
do devido a um periodo de agitagdo e insuflagdo de gases inertes mais
longo. Por esse motivo, ndo se pode indicar um periodo maximo. Con-
tudo, ensaios mostraram, que o periodo de agitagdo de inflagdo dos
gases pode ser prolongado para cerca de 15 a 20 minutos, para obter
um compromisso entre economia e remogao mais eficaz do carbeto de
aluminio da liga de aluminio.

[0014] Alternativamente ou cumulativamente em relagdo ao tempo
de agitagao prolongado, a redugéo do teor de carbeto de aluminio do
aluminio fundido ocorre pelo fato, de que o aluminio liquido levado a
estagdo de agitagdo foi obtido, pelo menos, parcialmente, de metal fri-
0. Metal frio é aluminio ja surgindo de uma eletrélise de 6xido de alu-
minio, o qual percorrer alguns estagios de processo apos a eletrdlise,
por exemplo, também uma estagéo de agitagédo. O teor de carbeto de
aluminio do metal frio aduzido, portanto, é tipicamente essencialmente
mais baixo do que o de um aluminio liquido proveniente da eletrdlise.
Presume-se, que 0 consumo dos eletrodos de grafita utilizados na ele-
trélise contribui para o teor de carbeto de aluminio da massa em fusdo
de aluminio produzida do 6xido de aluminio.

[0015] O teor de carbeto de aluminio da liga de aluminio de acordo
com a invengado é adicionalmente mais reduzido pelo fato, de se a-
crescentarem fluoretos de aluminio durante a agitagdo do aluminio li-
quido na estagio de agitagdo. Esses removem os metais alcalinos s6-
dio, calcio e litio, mas também através de oxidagio, especialmente e-
lementos, tais como titanio e fésforo. Simultaneamente, contudo, péde
ser verificado, que o teor de carbeto de aluminio da massa em fusdo
de aluminio também é reduzido.

[0016] Para a redugéo seguinte do teor de carbeto de aluminio, o
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aluminio, de acordo com uma préxima forma de concretizagao aperfei-
¢oada do processo de acordo com a invengao, é aduzido a um forno
para adicionar os componentes da liga, sendo que o aluminio fica no
forno por pelo menos mais do que 30 minutos, preferivelmente pelo
menos mais do que 60 minutos, depois de se realizar a liga no forno
através de agitagao e adigido dos componentes da liga. Por esse meio,
consegue-se que os compostos de carbeto de aluminio contidos na
maior parte em bolinhas de gas do gas anteriormente introduzido na
massa em fusdo de aluminio, podem migrar junto com essas para a
superficie da massa em fusdo de aluminio e formam ali uma parte das
escorias a serem removidas pela massa em fusao.

[0017] Caso se efetue uma lavagem de gas no forno com gases
reativos e/ou inertes, é possivel enxaguar ndo s6 outros compostos de
carbeto de aluminio da massa em fusdo de aluminio com gas, mas
sim, também simultaneamente os componentes da liga acrescentados
podem ser distribuidos de maneira homogénea na massa em fusao de
aluminio.

[0018] Uma outra remogao de substancias indesejaveis da massa
em fusdo de aluminio, especialmente também compostos de carbeto
de aluminio, é obtida pelo fato, de que a liga de aluminio é aduzida a
uma desgaseificagao de rotor e enxaguada com uma mistura de gases
inertes e/ou reativos, especialmente argdnio, nitrogénio e/ou cloro. A-
través dessa desgaseificagido de rotor, os compostos de carbeto de
aluminio que chegaram a massa em fusdo de aluminio durante a adi-
¢ao dos componentes da liga, bem como outros compostos indeseja-
veis podem ser removidos da massa em fusdo da liga de aluminio.
[0019] Preferivelmente, a liga de aluminio pode ser submetida a
pelo menos um estagio de elevagao, no qual a liga de aluminio é a-
quecida a pouco acima da temperatura so6lida da liga de aluminio, de

maneira que as fases fundidas, muito sujas, podem ser espremidas da
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liga de aluminio. Essas fases muito sujas da liga de aluminio contém
adicionalmente compostos de carbeto de aluminio, que podem ser re-
movidos, dessa maneira, da massa em fusdo de aluminio.

[0020] Finalmente, o processo de acordo com a invengado, pode
ser ulteriormente aperfeigoado para a fabricagdo de uma liga de alu-
minio para portadores de placas de impresséo litograficas com respei-
to a uma redugado do teor de carbeto de aluminio, pelo fato de que a
liga de aluminio é filtrada antes da fundigdo continua ou em tira, sendo
que o filtro apresenta uma alta efetividade de filtragdo para particulas
com um tamanho menor ou igual a 5 um. Entende-se por si, que a efe-
tividade de filtragido desses filtros seja igualmente alta também para
particulas maiores com um tamanho nitidamente maior do que 5 um.
Verificou-se, que os carbetos de aluminio, em geral, estdo principal-
mente presentes em particulas de impurezas com um tamanho maior
do que 10 um, de maneira que através da filtragdo da liga de aluminio
obtém-se uma redugao adicional do teor de carbeto de aluminio. Visto
que a filtragdo da liga de aluminio se realiza imediatamente antes da
fundicdo da liga de aluminio, atribui-se a esse estagio, especialmente
em combinagido com as medidas descritas acima, um alto valor regu-
lador. Para assegurar essa filtragéo, utilizam-se, por exemplo, filtros de
dois estagios, que consistem em um primeiro filtro de espuma de ce-
rdmica com um filtro de leito profundo intercalado. Preferivelmente,
entre os dois filtros, pode ser realizada a adigdo de material de refina-
¢ao de grao, para assegurar a maior efetividade possivel do filtro de
espuma de cerdmica através da formag¢do de um bolo de filtragdo e
uma longa duragao do filtro de leito profundo intercalado.

[0021] De acordo com um terceiro estudo da presente invengéao, o
objetivo deduzido acima para uma tira de aluminio para portadores de
placas de impresséo litograficas é resolvido pelo fato, de que esta é

fabricada através de fundigdo continua ou descontinua de uma liga de
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aluminio de acordo com a invengédo, com subsequente moldagem a
quente e/ou frio, em que a liga de aluminio de acordo com a invengao,
foi fabricada especialmente com a utilizagdo do processo de acordo
com a invengao. A tira de aluminio de acordo com a invengéo, consis-
te, entdo, em um material extremamente pobre em carbeto de alumi-
nio, de maneira que este se presta de modo ideal para a fabricagéo de
portadores de placas de impressao com um revestimento impermeavel
ao gas.

[0022] Uma tira de aluminio com somente poucos compostos de
carbeto de aluminio em sua superficie e no material nuclear pode ser
posta a disposigao pelo fato, de que os residuos do 6leo de laminagao
na fita de aluminio para portadores de placas de impresséao litograficas
foram removidos através de calcinagdo e desengorduramento da tira.
[0023] Preferivelmente, a tira de aluminio utilizando um meio acido
ou basico, é submetida a um primeiro desengorduramento e em se-
guida, utilizando um processo caustico, a uma outra purificagdo, de
maneira que a remog¢ao de carbeto de aluminio na superficie seja ain-
da mais profunda. Com isso, pode ser disponibilizada uma tira de alu-
minio com uma quantidade mais reduzida de compostos de carbeto de
aluminio em sua superficie. Tal como ja foi descrito acima, a prépria
liga de aluminio da tira de aluminio de acordo com a invengéo, apre-
senta proporgdes muito pequenas de compostos de carbeto de alumi-
nio, de maneira que em combinagdo com a superficie quase livre de
carbeto de aluminio da tira de aluminio, pde-se uma tira de aluminio
ideal a disposigdo para o revestimento com revestimentos impermea-
veis ao gas para portadores de placas de impressao litograficas.

[0024] Finalmente, de acordo com um quarto estudo da presente
invengéo, o objetivo mostrado acima com respeito a utilizagao da tira
de aluminio, é resolvido pelo fato de que a tira de aluminio de acordo

com a invengao, é utilizada para a fabricagdo de portadores de placas



10/12

de impressao litograficas com um revestimento impermeavel ao gas.
[0025] Ha, portanto, um sem-numero de possibilidades para con-
cretizar e aperfeigoar a liga de aluminio de acordo com a invengao,
para a fabricagdo de uma tira de aluminio para portadores de placas
de impressao litograficas, o0 processo para a fabricagdo da liga de alu-
minio de acordo com a invengiao, bem como a tira de aluminio de a-
cordo com a invengéao, para portadores de placas de impressao litogra-
ficas e sua utilizagdo. Para isso, faz-se referéncia a descricdo de um
exemplo de concretizagdo do processo para a fabricagdo de uma liga
de aluminio de acordo com a invengao, em ligagdo com o desenho.
[0026] No desenho, a unica figura mostra esquematicamente a
sequéncia de cada um dos estagios do processo para a preparagao de
um exemplo de concretizagido de uma liga de aluminio de acordo com
a invengao.

[0027] De acordo com o exemplo de concretizagao representado
na unica figura, a fabricagdo de uma liga de aluminio de acordo com a
invengéo, comega por uma eletrélise 1 de 6xido de aluminio. Depois, o
aluminio liquido é aduzido a uma estagao de agitagdo 2, alternativa-
mente ou cumulativamente com o aluminio obtido diretamente do Oxi-
do de aluminio, o metal frio 3, tal como mostrado na figura, pode ser
aduzido a estagdo de agitagdo. O metal frio contém, tal como ja foi
descrito acima, menos carbeto de aluminio do que uma massa em fu-
sao de aluminio produzida diretamente a partir de 6xido de aluminio,
pois a ultima, devido ao consumo de eletrodos de grafita, contém adi-
cionalmente compostos de carbono e, com isso, também carbeto de
aluminio. Para remover os carbetos de aluminio da massa em fusdo
de aluminio, efetua-se na estagao de agitagdo 2 a introdugdo de gases
inertes ou de uma mistura gasosa e agitagao por um tempo mais lon-
go, do que normalmente previsto. O tempo minimo de gaseificagdo e

agitacao deveria ser entre 10 e 20 minutos. Mas também podem ser
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ajustados tempos de agitagio e gaseificagdo mais longos. Em segui-
da, a massa em fusdo de aluminio é aduzida a um forno 4. Em segui-
da, no forno 4 sédo efetuados enxagues de gas com gases reativos
e/ou inertes e acrescentados os componentes da liga. Os enxagues de
gas levam a uma outra redugdo do teor de carbeto de aluminio na
massa em fusdo de aluminio. Em seguida, a liga de aluminio perma-
nece no forno por um certo espacgo de tempo, para que as bolinhas de
gas anteriormente dissolvidas na massa em fusdo tenham bastante
tempo, para alcangarem a superficie da massa em fusdo de aluminio.
A permanéncia da massa em fus&o no forno pode ser efetuada por um
espaco de tempo de 15 a 90 minutos, preferivelmente de 30 a 60 mi-
nutos. As bolinhas de gas que chegaram a superficie da massa em
fusdo de aluminio durante 0 enxague gasoso com gases reativos e/ou
inertes, sao retiradas da massa em fusdo por raspagem da liga de a-
luminio e dessa maneira, removidas da liga de aluminio. A escéria
contém, entdo, os carbetos de aluminio separados por enxague da
massa em fusdo de aluminio.

[0028] Apés o tratamento no forno 4, a liga de aluminio liquida é
aduzida a uma desgaseificagdo de rotor 5, a qual trabalha, por exem-
plo, pelo processo SNIF (Spinning Nozzle Inert Flotation), por exemplo,
enxaguada com argdnio e/ou cloro. Através das finas bolinhas de gas,
as impurezas sido novamente enxaguadas na superficie do banho,
sendo que a alimentagao de cloro, especialmente a ligagao de impure-
zas de sodio e calcio causa sais, que entdo, junto com as bolinhas de
gas em uma camada de escoéria, acumulam-se na liga de aluminio. A
seguir, a camada de escoria é novamente removida.

[0029] Finalmente, a liga de aluminio de acordo com a invengao, é
submetida antes da fundigio, preferivelmente a uma filtragdo com um
filtro 6, o qual apresenta uma alta efetividade de filtragao para particu-

las com um tamanho menor ou igual a 5 ym. Por exemplo, para essas
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particulas podem ser utilizados filtros 6 com uma efetividade de filtra-
¢ao de, pelo menos, 50 %. Visto que carbetos de aluminio aderem ge-
ralmente a particulas maiores, na maioria com um tamanho de apro-
ximadamente 10 um, o teor de carbeto de aluminio da liga de aluminio
pode ser efetivamente mais reduzida através do estagio de filtragao.
Em seguida, a liga de aluminio pode ser aduzida a um processo de
fundigdo continuo ou descontinuo 7, 8.

[0030] Opcionalmente, a liga de aluminio pode ser submetida a
pelo menos um estagio de elevagido em uma estagao de elevagao nao
representada, na qual a liga de aluminio € aquecida a uma temperatu-
ra pouco acima da temperatura solida da liga de aluminio. Fases muito
sujas da massa em fusdo de aluminio fundem abaixo da temperatura
s6lida, de maneira que essas podem ser espremidas e removidas da
massa em fusdo de aluminio. Visto que, geralmente as fases sujas
contém também carbetos de aluminio, sua parcela na liga de aluminio
de acordo com a invengao, € ulteriormente reduzida devido a elevagao
opcional.

[0031] Amostras de aspiragdo da liga de aluminio, que foram pu-
xadas apés a filtragdo e, com isso, diretamente antes da fundigéao,
mostraram uma parcela de aluminio extremamente pequena de carbe-

to de aluminio de menos do que 1 ppm.
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REIVINDICAGOES

1. Liga de aluminio para a fabricagao de uma tira de alumi-
nio para portadores de placas de impresséo litograficas, apresentando
os seguintes componentes de liga em % em peso:

0,05 % < Mg < 0,3 %,

Mn < 0,3 %,
0,4 % < Fe <1 %,
0,05 % < Si < 0,5 %,

Cu <0,04 %,

Ti <0,04 %,
impurezas inevitaveis individuais de, no maximo, 0,01 %, na soma, no
maximo, 0,05 % e restante Al, caracterizada pelo fato de que a liga de
aluminio apresenta um teor de carbeto de aluminio menor do que 1
ppm.

2. Liga de aluminio para a fabricagdo de uma tira de alumi-
nio para portadores de placas de impresséo litograficas, apresentando
os seguintes componentes de liga em % em peso:

01% < Mg<0,3%,

Mn < 0,05 %,
0,3% < Fe<04 %,
0,05 % < Si<0,25 %,

Cu <0,04 %,

Ti <0,04 %,
impurezas inevitaveis individuais de, no maximo, 0,01 %, na soma, no
maximo, 0,05 % e restante Al, caracterizada pelo fato de que a liga de
aluminio apresenta um teor de carbeto de aluminio menor do que 1
ppm.

3. Processo para a fabricagdo de uma liga de aluminio, co-
mo definida na reivindicagdo 1 ou 2, para portadores de placas de im-

pressao litograficas, no qual, durante a fabricagdo da liga de aluminio,
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apos a eletrdlise do 6xido de aluminio, o aluminio liquido, até a fundi-
¢ao da liga de aluminio, € conduzido a um grande numero de estagios
de purificagédo através de um ou mais estagios de purificagdo a fragéo
dos carbetos de aluminio na liga de aluminio é reduzida para menos
de 1 ppm, caracterizado pelo fato de que apéds a eletrélise do éxido de
aluminio, o aluminio € conduzido para uma estagao de agitagao, na
qual gases inertes sao introduzidos no aluminio liquido sob agitagao,
sendo que a duragdo da agitagdo e insuflagdo do gas inerte na massa
em fusédo de aluminio na estagdo de agitagdo importa em, pelo menos,
10 minutos, preferivelmente em, pelo menos, 15 minutos.

4. Processo de acordo com a reivindicagao 3, caracterizado
pelo fato de que o aluminio liquido conduzido a estagéo de agitagéo é
obtido, pelo menos, parcialmente, como metal frio.

5. Processo de acordo com a reivindicagao 3 ou 4, caracte-
rizado pelo fato de que durante a agitagdo do aluminio liquido na esta-
¢ao de agitagao, sdo acrescentados fluoretos de aluminio.

6. Processo de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢bes 3 a 5, caracterizado pelo fato de que o aluminio é conduzido a
um forno para a adigdo dos componentes da liga e repousa no forno
por, pelo menos, mais do que 30 minutos, preferivelmente, pelo me-
nos, mais do que 60 minutos, depois de se ter realizada a liga no forno
através de agitagao e adigado dos componentes da liga.

7. Processo de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢bes 3 a 6, caracterizado pelo fato de que no forno é efetuada uma
lavagem gasosa com gases inertes e/ou reativos.

8. Processo de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢bes 3 a 7, caracterizado pelo fato de que a liga de aluminio apés o
forno é conduzida a uma desgaseificagdo de rotor e lavada com uma
mistura de gases inertes e/ou reativos, especialmente argdnio, nitro-

génio e/ou cloro.
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9. Processo de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢bes 3 a 8, caracterizado pelo fato de que a liga de aluminio é subme-
tida a pelo menos um estagio de liquagéao.

10. Processo de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢bes 3 a 9, caracterizado pelo fato de que a liga de aluminio é filtrada
antes da fundi¢gdo continua ou de tira, em que o filtro apresenta uma
alta eficacia de filtragdo para particulas com um tamanho inferior ou
igual a 5 um.

11. Tira de aluminio para portadores de placas de impres-
sao litograficas, fabricada através de fundigdo continua ou descontinua
de uma liga de aluminio, como definida na reivindicagdo 1 ou 2, com
subsequente transformagdo a quente e/ou frio, caracterizada pelo fato
de que a liga de aluminio é fabricada com 0 uso de um processo como
definido em qualquer uma das reivindicagdes 3 a 10.

12. Tira de aluminio de acordo com a reivindicagao 11, ca-
racterizada pelo fato de que os residuos de 6leo do laminador sobre a
tira de aluminio para portadores de placas de impressao litograficas
foram removidos através de calcinagdo e desengorduramento da tira.

13. Tira de aluminio de acordo com a reivindicagido 11 ou
12, caracterizada pelo fato de que a tira de aluminio é submetida a um
primeiro desengorduramento com o uso de um meio acido ou basico e,
em seguida, a um outro desengorduramento com o uso de um proces-
so caustico.

14. Uso da tira de aluminio para portadores de placas de
impressao litograficas, como definida em qualquer uma das reivindica-
¢bes 11 a 13, caracterizado pelo fato de que é empregada para a fa-
bricagdo de portadores de placas de impressao litograficas com um

revestimento a prova de gas.
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